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초 록: 티타늄과 스테인리스 기판위에 졸-겔 코팅법으로 무기질 보호막을 형성하였고 기계적 특성을 테스트 하였다. 
무기질 보호막은 금속 표면위에 졸-겔 코팅용액을 스프레이 코팅하여 제작하였다. 티타늄과 스테인리스 기판위에 적용
한 무기질 보호막은 현저한 내스크래치성 향상을 보였다. 또한 실리카 나노입자의 첨가에 따른 무기질 보호막의 경도 
향상을 보였다. 그러나 실리카 나노입자가 2 wt% 이상 첨가됨에 따라 보호막의 경도가 감소함을 알 수 있었다.

1. 서론

휴대용 단말기가 다양하고 편리한 기능을 수행하는 휴대형 멀티미디어 기기로 진화함에 따라 그 케이스에 있어서도 역
시 슬림하면서도 고강도, 고성형성을 각춘 금속소재가 요구되고 있다. 이런 케이스의 소재로서 티타늄과 스테인리스 
같은 금속이 그 대상이 된다. 특히 휴대용 단말기 케이스는 높은 내스크래치 특성이 요구된다. 따라서 내스크래치 특
성을 향상시키기 위한 표면처리방법은 지속적으로 연구되고 있다{1-4}. 본 연구에서는 금속 케이스의 높은 내스크래치 
특성을 얻기 위한 방법으로 졸-겔 공정을 통한 실리카 보호막코팅 방법을 보이고자 한다.

2. 본론

본 연구에서는 티타늄과 스테인리스 기판위에 졸-겔 코팅법으로 무기질 보호막을 형성하였고 기계적 특성을 테스트 하
였다. 무기질 보호막은 금속 표면위에 졸-겔 코팅용액을 스프레이 코팅하여 제작하였다. 코팅용액은 
tetraethoxysilane(TEOS), methlytriethoxysilane(MTES), 에탄올과 다른 농도의 콜로이드 실리카 나노입자(1, 2, 3wt%)를 
혼합하여 가수분해반응과 축중합반응으로 합성하였다.

(a) (b)

Fig.1 Scratch test results for a) the titanium and b) the stainless steel plates.
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Fig. 2 Film hardness for a) the titanium and b) the stainless steel plates.

3. 결론

티타늄과 스테인리스 기판위의 무기질 보호막을 적용함으로써 현저한 내스크래치성 향상을 보였다(Fig. 1). 또한 실리카 
나노입자의 첨가함에 따라 무기질 보호막의 경도 향상을 보였다. 그러나 실리카 나노입자가 2 wt% 이상 첨가됨에 따라 
보호막의 경도가 감소함을 알 수 있었다(Fig. 2). 그리고 본 연구에서는 양산분야에서 자주 사용하는 스프레이코팅 방법
을 통한 실리카 보호막을 형성하여 휴대용 단말기 생산라인에 쉽게 적용할 수 있음을 확인하였다.
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